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重點摘要

《2025/2026產業技術白皮書》涵蓋「環境趨勢篇」及「產業技術篇」二大篇章。

「環境趨勢篇」整合分析全球重大趨勢與重要國家前瞻研發政策，並檢視在全球競爭環境

下我國的產業研發與創新能量，以說明經濟部基於我國優勢條件下的產業政策規劃內涵與

推動重點，最後則瞄準未來我國產業創新之機會與挑戰，剖析重點領域的技術發展課題。

「產業技術篇」主要介紹科技專案在「半導體及光電領域」、「資通訊領域」、「機械領

域」、「運輸領域」、「生醫領域」、「材化領域」及「淨零科技領域」七大領域上，重

要技術項目之研發布局與階段性進程。

2025 
| 

2035

� 產業轉型
� 勞動力不足
� 高齡再就業

�健康自立
�醫療照護
�無齡設施

� 城市治理
� 城鄉落差
� 便利移動

� 地緣政治
� 公民參與
� 網宇攻擊
� 恐怖攻擊

�災防韌性
�糧食短缺
�生物多樣性
�全球傳染病

�淨零轉型
�循環經濟
�能資源效率
�綠色能源

�多重連接
�資訊安全
�科技治理
�基礎設施
韌性

� 數位經濟
� 新生活型態
� 新型態工作

�沉浸體驗
�高速網路
�人機互動

� 國家安全
� 貿易壁壘
� 供應鏈韌性

創新科技

1.半導體與光電

2.資通訊

3.機械

4.運輸

5.生醫

6.材化

7.淨零科技

� 工具機技術
� 機器人
� 智慧製造
� 材料開發及循環利用
� 積層製造（3D列印）
� 感知與人體增強技術

� 智慧車輛
� 無人載具

� 智慧家庭
� 智慧城市

� 氫能應用
� 產業減碳技術

� 先進電池
� 智慧儲能系統

� 再生能源
� 先進核能

� 太空科技
� 衛星通訊與遙測

� 公民科技
� 軍事科技（實體戰／網路戰）

� 先進製程與封裝
� 化合物半導體
� 半導體設備
� 矽光子／量子科
 技
� 面板科技
� 次世代行動通訊
� AI整合應用
� 人機虛實互動
� 運算基礎設施
� 資安維護與風險
 管理

� 食品及生物資
 源
� 材料開發與循
 環利用
� 公衛防疫
� 韌性基建
� 氣象監測
� 環境監控

� 新藥
� 醫療器材
� 穿戴科技
� 智慧醫療

� 紡織科技
� 再生醫學
� 腦機介面
� 智慧輔具

資料來源：資策會MIC，2025年5月。

圖1  全球2025~2035年前瞻科技趨勢與技術課題
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2025年川普重返白宮，強力訴求「讓美國再次偉大」(Make America Great Again, 

MAGA)，並自4月開始展開一系列「對等關稅政策」(Reciprocal Tariff)談判，對全球金融與

貿易市場形成衝擊，此種優先保護美國產業和勞工利益的主張，將促使全球供應鏈重組，

並開啟「再全球化」時代。

全球化正加速邁向「再全球化」階段，重心從過去追求成本最小化、市場效率最大化

的「無邊界整合」，轉為重視風險控管與戰略配置的「韌性導向」選擇性連結格局，並且

與人口高齡化、科技持續演進、全球經濟動盪、循環與淨零轉型、地緣政治緊張等趨勢交

互影響，其中蘊藏科技創新的契機，意即在未來的科技研發中，除了關注新興科技的發

展，也需要解決全球和本地的需求問題，重視以人為本原則，以滿足人民的福祉、推動雙

軸轉型(Twin Transition)、增強經濟韌性，並追求循環永續發展。

綜觀各重點國家之前瞻研發政策，受到美中對立和地緣政治的影響，整體以「國家安

全」和「經濟安全」作為主要考量，在「數位轉型」、「淨零轉型」之外，更強調在國家

內部或「市場」、「友岸」建立生產能量的「韌性供應鏈」，將關鍵技術視為國家競爭力

和經濟關鍵組成。放眼中長期，專注於先進領域可以形成良性循環，需要關注資本、技

能、研發、學習和規模經濟等，強調刺激創新並保持競爭優勢。因此，未來需要政府與民

間的努力並強化國際合作，透過更加靈活的政策與措施，創造資源利用與循環，協助產業

因應不確定風險，提高產業與社會韌性。

面對國際局勢的快速變化與挑戰，我國政府積極挹注科研預算挹注，2023年研發經費

達599億美元，約國內生產毛額(Gross Domestic Product, GDP)的3.98%，展現對科技研發

的高度重視，以搶占國際競爭先機；面對高齡少子與國際競爭壓力，持續推進在職培訓與

跨域合作，提升研發人力素質，強化創新生態系，打造產業韌性與維持國際競爭力，推動

創新轉型與高值化發展。諸多作為使得我國的國際創新表現在多項國際評比中獲得相當優

異的成績，尤其在創新環境、人工智慧(Artificial Intelligence, AI)準備度、專利密度等表現

相當亮眼，顯示出我國具有豐沛的創新動能。



IV 重點摘要

此外，2023年我國已成為技術貿易淨出口國，顯示研發能力增強、企業對外依賴降

低、長期努力提升技術自主性已見成效。隨著智慧製造、綠色能源與數位轉型等應用快速

擴展，2024年科技產業出口再創新高，推動經濟成長與薪資提升，展現強勁產業競爭力。

同時，半導體高階製程投資與智慧製造推動產業升級，帶動製造業附加價值率提升。

創業環境

我國創新環境

獲G E M全球
第3名，國家
創新競爭力獲

美國商業雜誌

全球第2名

趨勢科技

我國政府人工

智慧準備程度

獲評全球 16
名，人工智慧

發展推動獲全

球21名，位列
前段班

我國整體發明

型專利規模在

全球第6名，
專利密度全球

第2名，技術
影響力全球第

7名

發明專利 技術領域

在「資通光電」

的半導體和「

材料化學」的

微結構與奈米

科技，專利表

現皆位居全球

第2名

經濟影響

我國成為技術

貿易順差國，

高科技出口持

續暢旺，長期

挹注產業研發

創新與提升技

術自主性漸見

成效

《CEOWORLD》

資料來源：台經院三所、中經院三所，2025年5月。

圖2  我國產業創新研發表現亮眼

綜整我國產業創新研發政策，係以「國家希望工程」與「五大信賴產業」為核心，

制定「國家發展計畫」四年計畫，聚焦半導體、AI、軍工、安控及次世代通訊等關鍵領

域，藉以強化科技實力與全球供應鏈地位。經濟部以「強化產業創新研發價值」、「引領

產業創新轉型與發展模式」、「健全產業環境永續基盤」三大主軸，依循上位政策，積

極推動「晶創臺灣方案」、「AI新十大建設」、「AI產業化、產業AI化」及淨零轉型等政

策；此外，亦積極建立創新創業生態系，預期5年內創造20,000個新創就業機會，每年吸

引新臺幣1,500億元投資額。

在國際趨勢方面，面對美中科技戰、關稅與匯率震盪，以及全球供應鏈重組壓力，我

國政策強調自主技術、國際合作與在地落地應用；針對淨零轉型，推動綠能、多元能源、

碳定價及氫能經濟等機制，加速產業低碳化。此外，經濟部亦加強科專成果產業化與新創
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扶植，並透過跨部會整合與法人協作，擴大科研價值，推動AI、無人機(Unmanned Aerial 

Vehicle, UAV)、生技、太空等新興領域落地發展。

整體而言，臺灣正透過政策布局與科技創新雙軌推進，建構韌性、永續且具國際競爭

力的產業生態系，回應全球挑戰並迎接未來契機。

上位政策 

五大信賴產業

推動國家希望工程

國家發展計畫（2025至2028年）

新任務 新重點 新作為

‧「創新經濟，智慧國家」

‧「綠色成長與2050淨零轉型」
 （深度節能）

‧ 健康臺灣

‧中小企業競爭力提升方案

 （科技普惠）

‧第十二次全國科學技術會議

‧生成式AI：AI產業化、產業
 AI化；「AI新十大建設」

‧晶創臺灣計畫、半導體設備

 及材料國家隊

‧下世代通訊的5G/6G、中低
 軌道衛星星系建置

‧協助產業因應地緣政治衝突

‧無人機系統整合能量

‧跨局處司整合協作規劃

‧跨部會整合，場域驗證、跨

 域擴散

‧科專事業化，培育新興產業，

 新創規模化與國際化；創新

 創業雨林生態系

資料來源：中經院二所，2025年5月。

圖3  展望未來：經濟部科技施政的新任務、新重點、新作為

放眼2025年，全球產業依舊處於高速競逐與環境劇變的浪潮之中，面對再全球化、數

位轉型與高齡化的重構，臺灣產業須加速AI、第五代行動通訊系統(5th Generation Wireless 

Systems, 5G)、數位雙生(Digital Twin)與綠色科技的整合應用，推動人與AI共融社會、智

慧城市與遠距醫療等場域創新。

經濟部透過七大領域技術布局，包括半導體及光電領域、資通訊領域、機械領域、運

輸領域、生醫領域、材化領域、淨零科技領域，例如，高速運算與AI推動了半導體製程微

縮和異質整合封裝技術的創新；AI融合行動通訊與衛星技術，多模態AI應用廣泛，助力中
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小企業數位轉型、整合創新；在機械領域，AI加速了智慧製造與無人自主系統的發展；而

生醫產業則強調數位科技在新藥研發與精準醫療中的關鍵角色，以及低碳與循環技術在全

球綠色轉型中的重要性，這些技術的發展和應用，將有助於提升百工百業的發展。

資料來源：工研院產科國際所，2025年5月。

圖4  經濟部科技專案七大領域技術布局

七大領域
技術布局

資通訊領域

機械領域

智慧車輛

無人載具

工具機技術

機器人

智慧製造 

新藥

醫療器材

食品及生物資源

材料開發及循環利用

紡織科技

氫能應用

產業減碳技術

次世代行動通訊

AI整合應用
人機虛實互動  

運輸領域

生醫領域

淨零科技領域

材化領域

半導體及光電領域

先進製程與封裝

化合物半導體

半導體設備

矽光子／量子科技

面板科技

填寫使用者問卷調查，就有機會獲得小禮品喔


